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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf cin Vcrfahren zum Be- 
schichten der Klebflachen von Bau- oder Tragerelementen 
und insbesondere von Befestigungselementen mit Schmelz- 
klebstoffen. 

Hierbei geht es speziell um das Aufbringen von hochre- 
aktiven Schmelzklebstoffen, welche bei Temperaturen bis 
50°C verschleiBfest und nicht klebend ausgebildet sind und 
mittcls War me- oder sonstiger Encrgiezufuhr zur Herstel- 
Lung einer dauerhaften Klebeverbindung reaktivierbar sind. 
Die aufgebrachte Klebstoffschicht muB dabei bis zum Ein- 
satz der Bau- oder Tragerelemente absolut klebefrei bzw. 
kleberesistent sein und darf erst durch die Reaktivierung des 
Klebstoffs am Einsatzort die dem Klebstoff innewohnende 
Haftkraft freisetzen. 

Aus der DE 44 02 550 A1 ist es bereits bekannt, den vor- 
genannten Schmelzklebstoff auf die Klebeflache einer am 
Bcfcstigungsclement angcformten Platte dadunch aufzuz- 
bringen, daB dieses Befestigungselement mil der Klebefla- 
che auf die Oberflache eines SchmelzklebstofTbades abge- 
senkt und wieder angehoben wird, wenn die gesamte Klebe- 
flache mit geniigend Klebstoff benelzt ist. Die an der Unter- 
seite haftende Klebstoffschicht muB dann noch getrocknet 
werden, bevor die Befestigungselemente verpackt und ohne 
Gefahr des Zusammenklebens an den Einsatzort transpor- 
tiert werden konnen. 

Dieses Verfahren ist jedoch relativ miihsam und zeitauf- 
wendig, da die Befestigungselemente einzeln ergriffen, mit 
der Klebeflache in das Schmelzklebstoffbad eingetauchl und 
anschliefiend wieder getrocknet werden miissen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, das Aufbringen des 
SchmelzklebstofFs auf die Klebeflachen einfacher zu gestal- 
ten, um dadurch nicht nur die Aufbringungskosten zu sen- 
ken, sondem auch einen groBeren Durchsatz zu erzielen. 

Zur Ldsung dieser Aufgabe wird nach den Merkmalen 
des Anspruchs 1 folgendes Verfahren angewendet: der fertig 
gemischte Klebstoff wird in fester Form auf die Klebeflache 
aufgebracht und unter Austibung eines leichten AnpreB- 
druckes einer zum Anschmelzen des Klebstoffs ausreichen- 
den Warmeeinwirkung ausgesetzt, wobei der Klebstoff nach 
einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel vor dem Aufbrin- 
gen auf die Klebeflache in pulverisierter Form entsprechend 
der Form der Klebeflache zu einer diinnen Platte verpreBt 
wird. 

Die zur Erwarmung der Bau- oder Tragerelemente und 
insbesondere der Befestigungselemente erforderliche 
Warme kann beispielsweise durch Einsatz von Ultraschall, 
Infrarot Strahler oder andere energiereiche Stiahlung, Hei- 
zelemente HeiBluft oder mittels Induktion erzeugt werden, 
wobei das Induktionsverfahren bevorzugt wird. 

Diese Verfahrensweise erlaubt nicht nur ein schnelleres 
und kostengiinstigeres Beschichten der Klebeflache mit 
Schmelzklebstoff, sondem bietet auch noch den Vorteil, daB 
der Schmelzklebstoff moglichst wcnig einer thermischen 
Belastung ausgesetzt wird, weil bei Anlegen des Hochfre- 
quenz-Magnetfeldes nur die sich mit der Metalloberflache 
bcriihrende Grcnzflacbe der Klebstoffplatte zum Schmelzen 
gebracht wird, so daB das Reaktivierungsvermogen des 
Klebstoffs bis zur Erwarmung am Einsatzort im wesentli- 
chen erhalten bleibt. 

Durch das Vorwarmen der Befestigungselemente gemaB 
den Merkmalen des Anspruchs 5 wird eine weitere Verkiir- 
zung der Aufbringzeit erreicht, da die zum Anschmelzen der 
Klebstoffplattengrenzflache erforderliche Zeit weiter ver- 
ktirzt werden kann. In diesem Sinne wirkt auch die Verfah- 
rensmaBnahme nach Anspruch 6, da hierdurch die Abktihl- 
zeit verkiirzt wird und die beschichteten Befestigungsele- 


mente schneller ihrem Verwendungszweck zugefuhrt wer- 
den konnen. 

In der Zeichnung sind vcrschiedcne MdgLichkeitcn der 
Realisierung des erfindungsgemaBen Beschichtungsverfah- 
5 rens schematisch dargestellt und sollen nachfolgend naher 
erlautert werden. Es zeigt 

Fig. 1 das Aufbringen des Klebstoffs auf die kreisrunde 
Klebeflache eines Haltebolzens 

to a) in pulverisierter Form 

b) in granulierter Form und 

c) in Form von verpreBten Platten, 

Fig. 2 eine Induktionsanlage im Liingsschnitt zum An- 
ts schmelzen der Klebstoffplatten auf die Klebeflachen von 
bercitgestellten Gewindebolzen, 

Fig. 3 einen Querschnitt hierzu nach Linie HI-111 in Fig. 2 
bei verschiedenen Verfahrensstufen, 

Fig. 4 eine andere Ausfiihrungsform einer Induktionsan- 
20 lage zum Anschmelzen der Klebeflachen von Gewindebol- 
zen auf bereitgestellte Klebstoffplatten, 

Fig. 5 einen Querschnitt hierzu nach der Linie V- V in Fig. 
4 bei verschiedenen Verfahrensstufen, 

Fig. 6 eine nach dem Induktionsprinzip arbeitende An- 
25 lage zum kontinuierlicben Vorwarmen der Haltebolzen vor 
dem Aufbringen des Klebstoffs und 

Fig. 7 ein Haiteelement mit unrunder Klebeflache und 
entsprechend geformter Klebstoffplatte. 

Fig.i zeigt schematisch drei Moglichkeiten des Aufbrin- 
30 gens von Schmelzklebstoff in fester Form auf die Klebefla- 
che eines Haltebolzens 1, welcher im vorliegenden Fall zur 
VergroBening der Klebeflache mit einem kreisrunden Bund- 
teller 2 versehen ist. 

Bei Fig. la) wird der fertig gemischte Klebstoff in pulve- 
35 risierter Form auf den Bundtellcr 2 des Bolzens 1 aufge- 
hauft, welcher in einer entsprechenden Vertiefung 3 eines 
Haltebalkens 4 eingebettet liegt. Hierzu wird zweckmaBi- 
gerweise eine allgemein bekannte Schneckendosiervorrich- 
tung 5 verwendet, um auf jedem Bundteller 2 einen genau 
40 dosierten Klebstoff-Schuttkegel 6 zu erzeugen. Dieser wird 
in einem zweiten Arbeitsgang, wie beim Aufbringen nach 
Fig. lc) beschrieben, in einem Induktor 7 einem Hochfre- 
quenz-Magnetfeld ausgesetzt. Dabei wird das verpreBte 
Klebstoffpulver in unmittelbarer Nahe der Metalloberflache 
45 angeschmolzen und verbindet sich mit dieser, ohne daB der 
ubrige Klebstoff thermisch zu stark belastet wird. 

Bei Fig. lb) wird der fertig gemischte Klebstoff in granu- 
lierter Form 10 aus einem Sammelbehalter 8 mittels einer 
Vereinzelungsvorrichtung 9 auf den Bundteller 2 aufge- 
50 bracht. Die Granulatkomer 10 sind hierbei zweckmaBiger- 
weise so geformt, daB ein Korn nach dem Anschmelzen und 
Anpressen den Bundteller 2 nahezu abdeckt. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. lc) wird der pul- 
verisierte Klebstoff in einem gesonderten, nicht daigestell- 
55 ten Verfahren zu Platten 11 verpreBt, welche in ihrer Form 
der Form der Klebeflache des Bundtellers 2 angepafit sind. 
Diese Platten 11 werden von einer ebenfalls nicht daigestell- 
ten, iiblichen Zufuhreinrichtung mittels eines bekannten 
Saugarms 12 auf den Bundteller 2 abgesenkt und dann mit- 
60 tels des bereits erwahnten Induktors 7 an den Bundteller 2 
angeschmolzen. 

Dies laBt sich beispielsweise mit einer Induktionsanlage 
bewerkstelligen, welche in Fig. 2 und 3 schematisch darge- 
stellt ist, wobei in den Fig. 3a) bis d) die verschiedenen Ver- 
65 fahrensstufen gezeigt sind. Bei dieser Induktionsanlage ist 
der Induktor 7 auf einem mit einer Durchlaufrinne 14 verse- 
henen Verschiebebalken 15 aufgesetzt. Der Haltebolzen 
wird hierbei mit seinem Gewindeschaft 1 in die Rinne 14 
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versenkt und mil dem Bundteller 2 auf die beiderseits der 
Rinne 14 verlaufenden Randflachen 20 des Balkens 15 ab- 
gclegt. Sodann wird die Klcbstoffplatte 11 rait einem Sau- 
garm 12 auf den Bundteller 2 vorsichtig abgelegt (Fig. 3a) 
und der Haltebolzen 1 mittels eines Schiebers 13 in Rich- 
tung des Pfeiles S in den Bereich des Induktors 7 geschoben. 

Sob aid alle Pliitze innerhalb des Induktors 7 belegt sind, 
werden Stempel 16, die aus abhasivem Material wie z. B. 
Teflon hergestellt sind, in Richtung des Pfeiles D auf die 
Platten 11 abgcsenkt und angepreBt und der Induktor7 untcr 
Strom gesetzt. Unter der Einwirkung des Hochfrequenz- 
Magnetfeldes wird die angeschmolzene Grenzflache der 
Platten 11 dann mit den Bundtellern 2 verbunden (Fig. 3c). 

Sodann werden die Stempel 16 in Richtung des Pfeiles E 
wieder angehoben (Fig. 3d) und durch Nachschieben neuer 
Haltebolzen 1 die bercits mit einer Klebstoffplatte 11 be- 
schichteten Haltebolzen 1 am Ende des Balkens 15 in Rich- 
tung des Pfeiles A herausgeschoben. Nach Durchlaufen ei- 
ner nicht dargestellten Abkuhlungsstrecke ist der aufge- 
brachte Klebstoff absolut klebfrei. Die Haltebolzen konnen 
dann ohne Gefahr des Zusammenklebens in einen Behalter 
geschiittet und an ihren Einsatzort transportiert werden. 

Es versteht sich, daB anstelle des Schiebers 13 auch an- 
dere geeignete Mittel wie bsp. die in Fig. 4 und 5 gezeigten 
Greifzangen verwendet werden konnen, um die Gewinde- 25 
bolzen in Gruppen im Bereich des Induktors 7 abzulegen 
und nach dem Beschichten mit Klebstoffplatten 11 wieder 
hochzuheben. 

In den Fig. 4 und 5 ist eine andere Induktionsanlage zum 
erfindungsgemaBen Beschichten der Klebeflachen mit Kleb- 30 
stoffplatten dargestellt, wobei in den Fig. 5a) bis d) wieder 
die verschiedcnen Verfahrensstufen gezeigt sind. 

Bei dieser Anlage werden zunachst die fertigen Kleb- 
stoffplatten 11 aus einer nicht dargestellten Sammelstelle in 
kieinen Gruppen beispielsweise mittels Saugrohren 12 oder 35 
durch andere geeignete Zufuhrmittel in die Aussparungen 3 
eines Haltebalkens 17 eingelegt wobei die Aussparungen 3 
- ahnlich wie die Rinne 14 beim Verschiebebalken 15 - von 
einem Induktor f umgeben sind (Fig. 5a). 

Danach werden die von einer nicht dargestellten Verein- 40 
zelungsvorrichtung zugefuhrten Haltebolzen 1 von Greifar- 
men 18, die gemeinsam in einem vertikal verschiebbaren 
Aufnahmebalken 19 mittels Achsbolzen 24 schwenkbar ge- 
lagert sind, erfaBt und in Richtung des Pfeiles F auf die 
Klebstoffplatten 11 abgesenkt (Fig. 5b). Die Greifarme 18 45 
werden mittels eines StoBels 21, der sich zwischen die riick- 
wartigen Enden 23 der Greifarme 18 schiebt, gegen Feder- 
kraft zusammengedriickt. Die StoBel 21 werden hierbei in 
bekannter Weise durch Kurzhubzylinder 22 betatigL 

Sodann wird das Magnetfeld unter gleichzeitigem An- 50 
pressen der Haltebolzen 1 kurz cingeschaltet, bis die Bund- 
teller 2 eine zum Anschmelzen der Grenzflache der Kleb- 
stoffplatte 11 ausreichende Temperatur erreicht haben (Fig. 

5c). Dabei verbinden sich die Klebeflachen der Bundteller 2 
unter dem EinfluB der AnpreBkraft der Greifarme 18 mit den 55 
angeschmolzenen Klebstoffplatten 11. Danach werden die 
Haltebolzen 1 von den Greifarmen 18 wieder in Richtung 
des Pfeiles H angehoben (Fig. 5d) und einer entsprechendcn 
Abkuhlstrecke zugefuhrt. Von dort gelangen sie, wie vorbe- 
schrieben, in einen nicht dargestellten Sammelbehalter und 60 
konnen nun dem eigentiichen Verwendungszweck zugeflihrt 
werden. 

Diese Induktionsanlage bietet gegenUber der in Fig. 2 und 
3 gezeigten Anlage den groBen Vorteil, daB die dort erfor- 
derlichen Andriickstempel 16 hier nicht benotigt werden, 65 
weil die Haltebolzen 1 mit ihren Bundplatten 2 direkt auf die 
Klebstoffplatten 11 aufgelegt und mit leichter Kraft ange- 
preBt werden. 
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Fig. 6 zeigt eine nach dem Induktionsprinzip arbeitende 
Anlage zum kontinuierlichen Vorwarmen der Haltebolzen 
vor dem Aufbringen des Klcbstoffs. Die als kleine Zylinder 
angedeuteten Haltebolzen 1 werden hierbei in Richtung des 
Pfeiles Z auf eine ringformige Aufhahmerinne 25 abgelegt 
und durch einen sogenannten Tbnnelinduktor 26 hindurch- 
gefuhrt. Nach Verlassen des Induktors 26 werden die Bolzen 
1 durch einen Auswerfer 27 seitlich aus der Rinne 25 in 
Richtung des Pfeiles A abgezogen und dann mit einer Vor- 
warmtcmpcratur von 50 bis 90°C der vorbeschriebcnen In- 
duktionsanlage zugeflihrt. Durch die Vorwarmung der Hal- 
tebolzen 1 wird erreicht, daB die Bolzen 1 in der Induktions- 
anlage schneller auf die erforderliche Anschmelztemperatur 
gebracht werden. 

Grundsatzlich ist es auch moglich, in diese Anlage die 
Haltebolzen 1 auf eine solche Temperatur zu erwarracn, daB 
die Klebstoffplatten 11 direkt auf die Klebeflache der Halte- 
bolzen 1 aufgebracht und angeschmolzen werden kOnnen. 

Fig. 7 zeigt ein Halteelement mit einer rechteckigcn Kle- 
beflache 28, welche im Bereich der ausgestanzten Klemm- 
schelle 30 eine Aussparung 29 hat. Auch hierbei kann der 
Klebstoff mit einer entsprechend geformten Klebstoffplatte 
vorbeschriebener Weise angeschmolzen werden. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Beschichten der Klebftachen von 
Bau- oder Tragerelementen insbesondere von Befesti- 
gungselementen mit Schmelzklebstoffen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der fertig gemischte Klebstoff in fe- 
ster Form auf die Klebflache aufgebracht und unter 
Ausiibung eines leichten AnprcBdruckcs einer zum An- 
schmelzen des Klebstoffs ausreichenden Warmeein- 
wirkung ausgesetzt wird. 

2. Beschichtungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Klebstoff vor dem Aufbringen 
auf die Klebeflache in pulverisierter Form entspre- 
chend der Form der Klebeflache zu einer dunnen Platte 
verpreBt wird. 

3. Beschichtungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Klebstoff in granulierter Form 
auf die Klebeflache aufgebracht wird. 

4. Beschichtungsverfahren nach einem der Anspriiche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Warme durch 
ein Hochfrequenz-Magnetfeld erzeugt wird. 

5. Beschichtungsverfahren nach einem der Anspriiche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungs- 
clemente vor dem Auflegen des Klebstoffs auf 50 bis 
90°C vorgewarmt und dann auf eine Temperatur aufge- 
heizt werden, bei welcher die Grenzflache des Kleb- 
stoffs angeschmolzen wird. 

6. Beschichtungsverfahren nach einem der Anspriiche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungs- 
elemente auf eine solche Temperatur vorgewarmt wer- 
den, daB der Klebstoff ohne zusatzliche Warmezufuhr 
direkt auf die Klebeflachen der Befestigungselemente 
aufgebracht und angeschmolzen werden kann. 

7. Beschichtungsverfahren nach einem der Anspriiche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Befestigungs- 
elemente nach dem Anschmelzen des Klebstoffs einer 
Zwangskiihlung ausgesetzt werden. 


Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



- Leerseite - 


BEST AVAILABLE COPY 



t 


9 


ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE 19645000 A1 

IntCI. 6 : C09J 5^06 

Offenlegungstag: 7. Mai 1998 


FI6.1 

q) b) c) 



802 019/229 








